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《电子产品装接工艺》

前言

　　随着电子技术的飞速发展，现代企业不仅对电子行业的工程技术从业人员提出了越来越高的要求
，就算是刚刚走向工作岗位的大学生，也要求他们不仅懂理论，还要有技术、懂管理；不仅有扎实的
理论基础、卓越的动手能力，还要有创新精神。本教材是培养电子行业工程技术人员的实践性很强的
技能教材，是学生从课堂学习走向电子工程领域的桥梁和纽带。整本教材以电子产品生产工艺过程进
行组织，共包括六个项目：常用电子元器件与整机技术文件、电子工程图的识图与设计、印制电路板
的制作、印制电路板的组装、电子产品总装、电子设备的整机调试与检验。每个项目设置有项目分析
、子任务、习题，每个子任务包括任务提出、任务相关知识、任务实施等。其中项目分析用以阐述项
目开展的思路；子任务中的任务相关知识用以介绍与本任务有关的理论知识，其介绍原则为“必须，
够用”；子任务的任务实施中设置了具体的任务情境以培养学生电子产品装接的基本技能，给出了实
施所用器材、具体实施步骤，并配备有相应的评分标准，增加了教师教学的可操作性。　　本书作为
服务于高职高专电子工艺教学的教材，具有以下特点。　　（1）内容以项目式教学形式进行了组织
，不仅便于开展项目式教学，更有利于培养学生动手操作的能力及职业能力。　　（2）内容安排以
“必须”和“够用”为原则。本书对基本知识不做过于繁杂的理论讲解，而是把重点放在现代生产工
艺的介绍和训练上。另外，本书还对先进的电子产品生产工艺进行了一些介绍。　　（3）本书提供
了课程标准，可作为教师进行教学组织的参考。　　（4）每个项目中设置有若干任务，它们以电子
产品生产制作流程为载体，能对电子产品装配过程需要的基本技能进行训练，并提供具体实施方案和
评分标准，方便教师的教学。　　本书共分为六个项目、十一个任务，内容覆盖了元器件的选择与质
检、印制电路板的设计、印制电路板的制作、元器件的预成型、电烙铁的维修、印制电路板的组装、
印制电路板的焊接检查与拆焊、导线加工、电子产品总装、电子产品调试等方面，并把电子工艺文件
、生产流水线的知识及新型电子工艺知识穿插其中，可以培养学生在电子工艺管理方面的能力。
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《电子产品装接工艺》

内容概要

《电子产品装接工艺》以培养电子行业的高级技能应用型人才为宗旨，结合现代化生产电子产品的工
艺顺序，采用项目式教学方法，将每项生产工艺作为一个实际项目来进行相关知识的讲授。整本教材
以电子产品生产工艺过程进行组织，共包括六个项目：常用电子元器件与整机技术文件、电子工程图
的识图与设计、印制电路板的制作、印制电路板的组装、电子产品总装、电子设备的整机调试与检验
。每个项目包括项目分析和若干任务及习题。每个任务包括任务提出、任务相关知识、任务实施等，
并配备有相应的评分标准，用以培养学生电子产品装接的基本技能。
《电子产品装接工艺》适用于高职高专院校电子信息类专业的教学，也可供从事电子行业的工程技术
人员参考。教材配备有配套的电子课件，可供教师在教学中使用，也可供学生复习或自学。
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书籍目录

项目一 常用电子元器件与整机技术文件  　项目分析  　任务一 元器件的选择与质检  　　一、任务提
出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　任务二 元器件的选择及元器件明细表的制作  　　一
、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　习题  项目二 电子工程图的识图与设计  　项
目分析  　任务 印制电路板的设计  　　一、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　习
题  项目三 印制电路板的制作  　项目分析  　任务 印制电路板的具体制作  　　一、任务提出  　　二
、项目相关知识  　　三、任务实施  　习题  项目四 印制电路板的组装  　项目分析  　任务一 电烙铁
的拆装与修整、镀锡  　　一、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　任务二 元器件
预成型  　　　一、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　任务三 印制电路板的装配
与焊接  　　一、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　任务四 自动化焊接技术  　　
一、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　习题  项目五 电子产品总装  　项目分析  
　任务一 导线加工  　　一、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　任务二 电子产品
总机的装配  　　一、任务提出  　　二、任务相关知识  　　三、任务实施  　习题  项目六 电子设备的
整机调试与检验  　项目分析  　任务 电子产品的调试  　　　一、任务提出  　　二、任务相关知识  　
　三、任务实施  　习题  　参考文献
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章节摘录

　　（3）贴装PLCC与贴装SOP、QFP的方法相同，只是由于PLCC的引脚在器件四周的底部，故需要
把印制电路板倾斜65。角来检查芯片是否对中、引脚是否与焊盘对齐。　　贴装元器件以后，可用手
工、半自动或自动的方法进行焊接。　　在手工贴片前必须保证焊盘的清洁。新电路板上的焊盘都比
较干净，但返修的电路板焊盘上往往有残留的焊料，因此以贴换元器件到返修位置之前，必须先用手
工或半自动的方法清除残留在焊盘上的焊料，如使用电烙铁、吸锡线、手动吸锡器或用真空吸锡泵把
焊料吸走。　　4.贴片质量分析　　SMT贴片常见的质量问题有漏件、侧件、翻件、偏位、损件等。
　　导致贴片漏件的主要因素有元器件供料架送料不到位；元器件吸嘴的气路堵塞、吸嘴损坏、吸嘴
高度不正确：设备的真空气路故障，发生堵塞；电路板进货不良，产生变形；电路板的焊盘上没有焊
锡膏或焊锡膏过少；元器件质量问题，如同一品种的厚度不一致；贴片机调用程序有错漏，或者编程
时对元器件厚度参数的选择有误；人为因素导致不慎碰掉。　　导致SMC电阻器贴片时翻件、侧件的
主要因素有：元器件供料架送料异常；贴装头的吸嘴高度不对；贴装头抓料的高度不对；元器件编带
的装料孔尺寸过大，元器件因振动翻转；散料放入编带时的方向弄反。　　导致元器件贴片偏位的主
要因素有：贴片机编程时元器件的X-Y，轴坐标不正确；贴片吸嘴原因，使吸料不稳。　　导致元器
件贴片时损坏的主要因素有：定位顶针过高，使电路板的位置过高，元器件在贴装时被挤压；贴片机
编程时元器件的z轴坐标不正确；贴装头的吸嘴弹簧被卡死。　　知识七 SMT焊接工艺　　1.SMT的焊
接技术特点　　SMT的焊接是表面组装技术中的主要工艺技术。在一块表面安装组件上少则有几十、
多则有成千上万个焊接点，一个焊接点不良就会导致整个产品的失效，因此焊接质量是表面组装组件
可靠性的关键，它直接影响电子设备的性能和经济效益。焊接质量取决于所用的焊接方法、焊接材料
、焊接工艺和焊接设备。　　由于SMC/SMD的微型化和SMT的高密度化，SMT上元器件之间和元器
件与PCB之间的间隔很小，所以表面组装元器件的焊接与SHT元器件的焊接相比，主要有以下几个特
点。　　（1）元器件本身受热冲击大。　　（2）要求形成微细化的焊接连接。　　（3）由于表面组
装元器件的电极或引线的形状、结构和材料种类繁多，所以要求对各种类型的电极或引线都能进行焊
接。　　（4）要求表面组装元器件与PCB上焊盘图形的接合强度和可靠性高。　　因此，与THT相比
，SMT对焊接技术提出了更高的要求。然而这并不是说获得高可靠性的SMT是困难的，事实上，只要
对SMT进行正确设计和执行严格的组装工艺（包括严格的焊接工艺），SMT的可靠性甚至会比通孔插
装组件的可靠性更高。
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编辑推荐

　　《电子产品装接工艺》随书有相应的课程标准和课业文本，免费下载获取多媒体电子课件。国家
示范性高职院校建设项目成果。任务驱动、行动导向、工学结合、学生主体、过程考核。
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